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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年6月5日(2014.6.5)

【公開番号】特開2013-12561(P2013-12561A)
【公開日】平成25年1月17日(2013.1.17)
【年通号数】公開・登録公報2013-003
【出願番号】特願2011-143739(P2011-143739)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｇ   4/232    (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ   4/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ   4/252    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｇ   4/12    ３５２　
   Ｈ０１Ｇ   4/30    ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｇ   1/14    　　　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月21日(2014.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
主要な表面と、主要な裏面と、２つの端面と、２つの側面を有する略直方体のセラミック
素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前記
２つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラミ
ック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が形
成されており、前記端面部分の凹部の幅Ｗ１は前記素体の幅Ｗ０の３０％以上であり、か
つ、前記凹部の深さｔ１は前記端面部分の最大厚さｔｍａｘ１の１０ないし５０％であり
、前記回り込み部分の凹部の幅Ｌ１は前記回り込み部分の長さＬ０の３０％以上であり、
かつ、前記回り込み部分の凹部の深さｔ２は前記回り込み部分の最大厚さｔｍａｘ２の１
０ないし４０％であることを特徴とする積層セラミック電子部品。
【請求項２】
前記端子電極がディップ塗布法によって形成されたことを特徴とする請求項１に記載の積
層セラミック電子部品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　主要な表面と、主要な裏面と、２つの端面と、２つの側面を有する略直方体のセラミッ
ク素体の両端面に、前記端面を覆う端面部分と前記主要な表面、前記主要な裏面および前
記２つの側面に回り込んで形成された回り込み部分とを有する端子電極を備えた積層セラ
ミック電子部品であって、前記端子電極は、前記端面部分及び前記回り込み部分に凹部が
形成されており、前記端面部分の凹部の幅Ｗ１は前記素体の幅Ｗ０の３０％以上であり、
かつ、前記凹部の深さｔ１は前記端面部分の最大厚さｔｍａｘ１の１０ないし５０％であ
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り、前記回り込み部分の凹部の幅Ｌ１は前記回り込み部分の長さＬ０の３０％以上であり
、かつ、前記回り込み部分の凹部の深さｔ２は前記回り込み部分の最大厚さｔｍａｘ２の
１０ないし４０％であることを特徴とする積層セラミック電子部品によって達成される。
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